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1. Vorwort des Umweltmanagementbeauftragten

Umweltbericht 2009

SICK – Partner für 
industrielle Automation, 
sichere Maschinen und 
eine geschützte Umwelt

Die Entwicklung und Herstellung von in-
telligenten Sensoren und Sensorlösungen hat 
der SICK-Konzern bereits durch seinen 
Claim „Sensor Intelligence.“ fest in der Unter-
nehmensphilosophie verankert. Dies reicht 
weit über intelligente Produkte hinaus und 
wird vielmehr zum positiven Vorzeichen für 
unsere Aufgabenstellungen, unsere Pro-
zesse, unser Miteinander und unsere 
Außenbeziehungen. 
SICK engagiert sich in vielfältiger Weise auch 
über das eigentliche Geschäft hinaus und 
setzt damit die Tradition des Firmengründers 
Dr. Erwin Sick fort, dem bereits vor mehr als 
60 Jahren die Verantwortung für die Umwelt 
am Herzen lag. Nachhaltiges Wirtschaften 
und bewusster Umweltschutz verstehen wir, 
damals wie heute, als Voraussetzung für die 
Sicherung der Zukunft des Unternehmens –
und ist damit Ziel und Anspruch zugleich. 
Dies wollen wir erreichen, indem wir die 
Qualität unserer Produkte und Geschäfts-
prozesse kontinuierlich verbessern und 
unseren Kunden sowohl wirtschaftlich als 
auch ökologisch die besten Lösungen an-
bieten. Die Basis dafür ist ein umfassendes 
und zertifiziertes Umweltmanagementsys-
tem. Darüber hinaus flankieren jährliche 
wechselnde Themenschwerpunkte unsere 
Arbeit und sind Wegbereiter für unseren Bei-
trag zum Umweltschutz. Schwerpunkt der 
letzten beiden Jahre war die Neuausrichtung 
der Sonderabfallentsorgung. 

Roland Schiller
Corporate Quality Management
Mitglied der Geschäftsleitung
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Im Rahmen einer Ausschreibung haben wir 
u. a. Entsorgungswege, sowie genehmi-
gungsrechtliche Aspekte unseres neuen 
Entsorgungspartners in Zusammenarbeit mit 
einem externen Experten überprüft. Weiteres 
Schwerpunktthema war die Überprüfung 
unseres Prozesses “Regelwerksverfolgung”. 
Dazu haben wir uns einer freiwilligen Audit-
ierung durch einen Umweltjuristen unter-
zogen – mit erfolgreichem Ergebnis. Mit 
großer Aufmerksamkeit beobachten wir die 
aktuelle Entwicklung der RoHS-Richtlinie und 
der REACH-Verordnung. Für unsere Kunden 
stellen wir auf unsere Hompage aktuelle 
Informationen hierzu bereit.
Neben der Einhaltung gesetzlicher Anfor-
derungen wird SICK auch in Zukunft die 
Aspekte einer wirtschaftlichen und ökolo-
gischen Produktentwicklung beachten, sowie 
auf umweltfreundliche Produktionsverfahren 
hinwirken. Aus diesem Grund haben wir 2009 
ein Projekt zur Identifizierung von Energie-
einsparpotentialen gestartet. Im Rahmen 
dieses Projektes werden die wesentlichen 
energieverbrauchenden Prozesse im Unter-
nehmen auf Energieeinsparmöglichkeiten un-
tersucht. Zum Thema PER-Entfettung habe 
wir eine Diplomarbeit beauftragt mit dem Ziel 
alternative Reinigungsverfahren zu unter-
suchen.
Durch kontinuierliche Verbesserung steigern 
wir jedes Jahr unseren Beitrag zum Umwelt-
schutz, und werden dies auch zukünftig tun.



2. SICK-Porträt

SICK Sensor Intelligence

SICK zählt als Hersteller von Sensoren und 
Sensorlösungen für industrielle Anwendungen 
weltweit zu den Technologie- und Markt-
führern in der Fabrik-, Logistik- und Prozess-
automation. Das Unternehmen wurde 1946 
gegründet und hat sich seitdem zu einem 
unabhängigen, global agierenden Konzern mit 
mehr als 5.000 Mitarbeitern entwickelt.
SICK ist ein Technologiekonzern der Investi-
tionsgüterindustrie und verkauft seine Pro-
dukte und Dienstleistungen fast ausschließ-
lich an industrielle Kunden. Dessen unge-
achtet betrifft das Know-how der kreativen 
Köpfe viele Bereiche des täglichen Lebens. 
Ob beim richtigen Verpacken von Konsum-
gütern oder Abfüllen von Getränken, beim 
Online-Shopping im Internet, bei der Luft-
überwachung in Tunneln oder rund um das 
Einchecken am Flughafen – überall sorgen 
Sensoren, Sicherheitssysteme und Scanner 
von SICK für reibungslose Abläufe. Reibungs-
los und erfolgreich gestaltet sich auch die 
Gesamtentwicklung des High-Tech-Unterneh-
mens. 
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SICK ist mit fast 50 Tochtergesellschaften 
und Beteiligungen in mehr als 30 Ländern 
sowie mit vielen spezialisierten Fachver-
tretungen rund um den Globus präsent. 
Das kontinuierliche Wachstum des Konzerns 
ist insbesondere auf konsequente Produkt-
innovationen, das intensive Engagement in 
den internationalen Wachstumsmärkten, die 
qualifizierten Mitarbeiter und die hohe Appli-
kationskompetenz von SICK zurückzuführen. 
Kundenwünsche werden als Herausforderung 
gesehen und Lösungen gemeinsam mit dem 
Kunden entwickelt. Im Geschäftsjahr 2009 
erzielte der SICK-Konzern einen Umsatz in 
Höhe von knapp 600 Mio. Euro. 

Anwendungen der Sensorik – so vielseitig 
wie die Welt der industriellen Produktion

Segment Fabrikautomation

Berührungslos arbeitende Sensoren für die 
Automatisierungstechnik optimieren vielerorts 
Fertigungs- und Logistikprozesse. Darüber 
hinaus unterstützen sie Hersteller in nahezu 
allen Branchen in ihrem Bemühen um höchst-
mögliche Qualität. Lichtschranken, Farbsen-
soren, induktive und magnetische Näherungs-
sensoren, Kamerasensoren, Drehgeber oder 
andere  Sensoren leisten dies, indem sie Ob-
jekte erfassen, zählen, klassifizieren und po-
sitionieren, Anwesenheit, Form und Lage 
erkennen oder Oberflächenunterschiede de-
tektieren. Das umfassende Produktportfolio 
aus Sensoren, Steuerungen und Systemen 
der Automatisierungs- und der Sicherheits-
technik bedient zahlreiche Branchen wie z. B. 
die Verpackungs-, die Automobil-, die Werk-
zeugmaschinen-, die Elektronik- oder die 
Pharmaindustrie. 
Seit mehr als 60 Jahren steht der Name SICK 
für innovative Sensoren und System-
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Die neue Generation von Lichtvorhängen (miniTwin4) sichert 
Handarbeitsplätze an Fügesystemen ab, bietet hohe 
Bedienergonomie, ist einfach zu integrieren und unterstützt moderne 
Maschinendesigns.
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lösungen zum Unfall- und Personenschutz. 
Im industriellen Umfeld überwachen Sicher-
heits-Lichtschranken, -Lichtgitter, -Laser-
scanner und -Schalter u. a. die Zugänge zu 
Schweiß- und Montagerobotern im Automo-
bilbau. Als Zugriffsabsicherung verhindern 
sie Handverletzungen an Pressen, Schneid-
und Stanzmaschinen. Sicherheit geht aber 
über das eigentliche Produkt weit hinaus. Sie 
reicht von der Kenntnis technischer und 
gesetzlicher Hintergründe über die korrekte 
Auswahl und Montage bis hin zur Anwen-
derschulung und Systemwartung. Da erst in 
der ganzheitlichen Betrachtung echte Sicher-
heit entsteht, setzt SICK hier auf ein breites 
Schulungsprogramm sowie kundenspezi-
fische, TÜV-akkreditierte Serviceangebote.

Der kamerabasierte 2D-Code-Scanner Lector620 erkennt die 
auf die Motorblöcke aufgelaserten 2D-Codes, so dass jeder 
Motor der passenden Karosserie und dem richtigen Fahrgestell 
zugewiesen wird.

Segment Logistikautomation

Das Segment Logistikautomation hat die Auf-
gabe, Logistik- und Distributionsprozesse zu 
gestalten und zu optimieren. Überall dort, wo 
Materialflüsse automatisiert oder Sortier-, 
Kommissionier- und Lagerprozesse effizien-
ter, schneller und zuverlässiger werden 
sollen, bietet SICK im Segment Logistik-
automation die optimale Lösung.

Dabei liefert das Segment Logistikautomation 
SICK Lösungen für die automatische Iden-
tifikation von Barcodes und 2D-Codes sowie 
für die Kennzeichnung von Objekten in lo-
gistischen Kreisläufen durch den Einsatz von 
RFID-Systemen. Auch die Höhen-, Form-
und Volumenerfassung mit bei Bedarf eich-
fähigen Lasermesssystemen gehört zu die-
sem Anwendungssegment.
Im industriellen Materialfluss ist der Barcode 
die am häufigsten eingesetzte Kennzeich-
nungstechnik zur Sortierung und Zielsteu-
erung von Paletten und Behältern. Auch 
wenn das Fluggepäck automatisch zu den 
Flugzeugen transportiert wird und voll-
ständig am Urlaubsort ankommt, haben sta-
tionäre und mobile Barcodeleser von SICK 
ganze Arbeit geleistet. So sorgen 2D-
Codeleser von SICK u. a. dafür, dass nur 
komplett bestückte und funktionsgeprüfte 
Leiterplatten in PCs eingebaut werden. 
Zu den typischen Einsatzgebieten von Laser-
messsystemen gehören die Dimensions-
prüfung von Paletten in automatisierten För-
deranlagen sowie die Kollisionsvermeidung 
von Containerkränen in Hafenanlagen oder 
die Fahrwegüberwachung frei fahrender 
Nutz- oder Schienenfahrzeuge.

Das Kamerasystem (Ruler E) ermöglicht eine zuverlässige 
Vereinzelung von Briefen und Paketen in Sortieranlagen und 
ist damit Garant für eine fehlerfreie Zustellung.
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Segment Prozessautomation

Das Segment Prozessautomation umfasst 
den Automationsmarkt für Industriebereiche, 
in denen hauptsächlich kontinuierliche ver-
brennungs- und verfahrenstechnische Pro-
zesse in gasförmigen oder flüssigen Medien 
oder Schüttgütern ablaufen. Innerhalb dieses 
großen Gebiets deckt SICK die emissions-
und prozessorientierte Analysemesstechnik 
und verfahrensorientierte Prozessmesstech-
nik ab.
Als einer der weltweit größten Anbieter von 
Umwelt- und Analysenmesstechnik ist SICK 
bei der Überwachung der Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für 
Schadstoffemissionen in Kraftwerken, Müll-
verbrennungs- und Industrieanlagen sowie 
Stahl- oder Zementwerken ebenso involviert 
wie bei der Führung und Optimierung ver-
fahrenstechnischer Abläufe. Möglich macht 
dies ein komplettes Geräteprogramm sowohl 
für Messungen direkt im Gaskanal als auch 
für Extraktiv-Messverfahren. Staubfreie Luft 
rund um den Schornstein ist ebenso Sache 
von SICK-Sensorik wie staufreier Straßen-
verkehr. An zahlreichen Autobahnen warnen 
Nebelmessgeräte vor Sichtbeeinträchtigung-
en und daraus resultierenden Unfallgefahren. 
Sensoren zur Steuerung und Regelung von 
Belüftungsanlagen sorgen für saubere Luft, 
klare Sicht und Sicherheit in Fahrzeug-
tunnels.
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Eine sichere und zuverlässige Staubkonzentrationsmessung mit 
Hilfe des DUSTHUNTERS C200 ist in Kohlekraftwerken 
unerlässlich, um den Entstaubungsprozess optimal zu steuern und 
die Umwelt vor zu hohen Staubkonzentrationen zu schützen. 



3. Das SICK-Umweltmanagementsystem

Seit 2006 sind alle deutschen Standorte des 
SICK-Konzerns, sowie die produzierenden 
Tochtergesellschaften in Ungarn und USA 
nach dem Umweltmanagementsystem ISO 
14001 zertifiziert. 

Ziel unseres Umweltmanagementsystems ist 
es, alle betrieblichen umweltschutzrelevanten 
Forderungen und Abläufe zu analysieren und 
die negativen Umweltauswirkungen im 
Rahmen der Möglichkeiten zu vermeiden 
oder sofern möglich zu eliminieren. Grund-
lage zur Minimierung der negativen Umwelt-
auswirkungen stellt die Bewertung aller 
umweltrelevanten Prozesse, Tätigkeiten und 
Dienstleistungen dar (Umweltaspekte). Da-
raus leiten sich notwendige Umweltziele 
sowie Maßnahmen ab.  

Die sichere Einhaltung der gesetzlichen 
Umweltvorgaben, sowie die aufmerksame 
Verfolgung der Änderungen stellt ein 
weiteres wichtiges Ziel dar. Ein inter-
disziplinäres Expertengremium prüft neue 
und geänderte gesetzliche und normative 
Regelungen auf ihre Relevanz für das SICK-
Konzern und berät die betroffenen Bereiche 
bei den notwendigen Umsetzungsschritten. 
Zusätzlich wird die Normenkonformität durch 
interne und externe Begehungen (Com-
pliance-Audits), den offenen und direkten 
Dialog mit den zuständigen Behörden, sowie 
das Engagement in externen Fachgremien 
sichergestellt. 

Mit Hilfe des etablierten und bewährten 
"SICK Improvement Process (SIP)“ wird das 
System kontinuierlich kritisch begutachtet, 
bewertet und optimiert. Dieser Regelkreis 
dient auch zur Findung der Umweltziele, aus 
denen das umfangreiche Umweltprogramm 
abgeleitet wird. Interne und externe Audits 
stellen sicher, dass das definierte System 
erfolgreich umgesetzt und aktiv gelebt wird.

Die Umweltbeauftragte berät und unterstützt 
alle Organisationseinheiten bei der prak-
tischen Umsetzung von Gesetzes- oder 
Normenforderungen. Sie ist ebenfalls Mit-
glied der interdisziplinären Regelwerks-
verfolgung.

Das Umweltmanagement ist in das SICK-
Prozessmodell (SPM) eingebunden. Bei der 
Konzeption, Einführung und Weiterent-
wicklung des Managementsystems werden 
gemeinsam mit dem Vorstand die stra-
tegischen Leitlinien ausgearbeitet, die für das 
umweltbewusste und verantwortungsvolle 
Handeln auf allen Ebenen maßgeblich sind.

Umweltbericht 2009 5



Die SICK-Umweltpolitik und Grundsätze zu deren Umse tzung

Umweltpolitik:

Wir sind uns der besonderen Verantwortung 
für die Umwelt bewusst und verpflichten uns 
zur Einhaltung geltender Regelwerke. Durch 
den sparsamen Einsatz natürlicher Re-
ssourcen und die Vermeidung und Ver-
ringerung von Umweltbelastungen schonen 
wir die Umwelt.

Grundsätze zur Umsetzung:

Bei der Entwicklung, Herstellung und dem 
Vertrieb unserer Produkte berücksichtigen 
wir die Umweltaspekte und setzen hierzu die 
bestmögliche und wirtschaftlich vertretbare 
Technik ein. Unsere Vertragspartner und 
Lieferanten beziehen wir in diese Zielsetzung 
mit ein.

.

Verbunden mit dem Ziel, uns ständig zu ver-
bessern, überprüfen wir unsere umwelt-
relevanten Prozesse und Maßnahmen und 
bewerten die Ergebnisse. Wir fördern dies 
durch eine entsprechende Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter.

Wir führen einen offenen Dialog und be-
treiben eine aktive Informationspolitik mit den 
zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit.

Umweltbericht 2009

SICK AG, Waldkirch
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2006
· Erstmalige Zertifizierung des 

Produktionsstandortes Ungarn nach ISO 
14001

· Reduzierung des Energieberbrauches
und Schadstoffausstosses durch die 
Anschaffung einer neuen Reflow-
Lötanlage

· Einführung des bleifreien Lötprozesses
· Einführung von hydrobasierten 

Grundierungen zur Reduktion der 
Lösemittelemission

· Teilsubstitution von lösemittelhaltigen auf 
lösemittelfreie Reinigungsprozesse in der 
Glasoptik

· Bau von 60 Fahrradstellplätzen zur 
Förderung der “Radfahrer“ im Rahmen 
des Projekts „Umweltfreundlich zu SICK“.

2005
· Erstmalige Zertifizierung des 

produzierenden Standortes in USA nach 
ISO 14001

· Optimierung der Datenbank zur 
Regelwerksverfolgung als Basis für 
Umwelt-Compliance-Audits

· Investition in neue Brennwertkessel für 
die Zentralheizung Waldkirch
(Energieeinsparung > 10%)
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Die Umweltziele der SICK AG

Im folgenden sind die Schwerpunktaktivitäten 
der letzen 5 Jahre aufgeführt:

2009
· Anschaffung von 2 erdgasbetriebenen 

Servicefahrzeugen im Bereich FM  
· Diplomarbeit zur Überprüfung alternativer 

Reinigungsverfahren zur PER-Entfettung
· Papierlose Fertigung in der DIV 05: 

Installation weiterer Touchscreenpanels
zur papierlosen Produktion

· Erhöhung des Anteils an bleifreiem Lot 
auf 19% bezogen auf die gesamt 
verwendete Lotmenge 

2008
· Optimierung der Sonderabfallentsorgung  
· Energieeinsparung (ca. 60%) durch den 

Fensteraustausch im Gebäude A mit 
verbesserter Wärmedämmung (Alt: 3 
W/m²K, Neu: 1 W/m²K)

· Investition in einen neuen Reflowofen
zum bleifreien Löten mit 20% 
Energieersparnis von 0 auf 30%

· Projekt Papierlose Produktion: Erste PC-
Terminals wurden in der Fertigung 
installiert

2007
· Durchführung prozessorientierter und 

standortübergreifender Umweltaudits
· Zertifizierung des Produktionsstandortes 

SICK STEGMANN nach ISO 14001
· Optimierung der Organisation des 

Umweltschutzes durch 
Zusammenführung der Funktionen 
Umweltmanagement und 
Umweltschutzbeauftragter



4. Umweltaspekte und Prozesse

Die Fertigung von hochwertigen und zuver-
lässigen optoelektronischen Komponenten 
erfordert viele qualifizierte Schritte, die in 
ihrer Umweltrelevanz sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Betrachtung der Umweltaspekte 
geht SICK nicht nur auf die hausinternen 
Prozesse ein, sondern bezieht konsequent 
auch alle relevanten Lieferanten und Dienst-
leister mit ein. Betrachtet werden hierbei alle 
eingesetzten Verfahren und Technologien, 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die 

entstehenden Emissionen (Abfall, Abwasser 
und Abluft) nach dem Input-Output-Schema. 
Insbesondere werden hierbei auch die ge-
setzlichen Forderungen einzelner Prozesse 
beurteilt. Um die Relevanz auf ökologischer 
und ökonomischer Ebene bewerten zu 
können, wurde eine detaillierte ABC-Analyse 
durchgeführt. Die abgeleiteten Ergebnisse 
fließen in die Maßnahmenkataloge der Um-
weltprogramme ein und werden konsequent 
von den verantwortlichen Teams verfolgt.

Umweltbericht 2009 8

Abluft Wärme

Produkte

Abwasser
• aus sanitären Anlagen
• aus Abwasserbe-

handlungsanlagen

Flüssige Abfälle
• Emulsionen
• Lösemittel

• Chemikalien

Feste Abfälle
• Papier/Kartonage
• Elektronikschrott
• Metalle

Abfälle Abwasser

Input

Strom
Wasser
Luft
Erdgas
Rohstoffe
• Stahl
• Aluminium
•Kunststoffe
•Elektronik-

komponenten

Hilfs- und Betriebs-
Stoffe
• Öle
• Emuisionen
• Lösemittel
• Lacke
• Kleber
• Chemikalien



Mechanische Bearbeitung

Einer der ersten Schritte im Entstehungs-
prozess eines SICK-Produktes ist die 
maschinelle Bearbeitung von Halbzeugen, 
Strangpressprofilen und Gussteilen aus    
Aluminiumlegierungen, seltener aus Stahl 
oder Kunststoff. Die hier eingesetzten Tech-
nologien (CNC-Drehen und -Fräsen, Bohren, 
Schleifen, Gleitschleifen, Sand-strahlen, etc.) 
werden immer wieder auf ihre umwelt- und 
arbeitschutztechnischen Aspekte hin geprüft. 
Der Einsatz von wassermischbaren Kühl-
schmierstoffen erfolgt unter kontrollierten 
Bedingungen und wird sorgfältig überwacht. 
Maschinen und Einrichtungen werden regel-
mäßig gewartet. Schutzeinrichtungen werden 
überprüft. Technische und organisatorische 
Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und 
der Umwelt werden gegenüber möglichen 
persönlichen Schutzausrüstungen und Maß-
nahmen bevorzugt. Alle Mitarbeiter werden 
regelmäßig geschult und für relevante Um-
welt- und Arbeitsschutzaspekte sensibilisiert.

Dampfentfettungsanlage ist eine anzeige-
pflichtige Anlage nach der 2. BImSCHV (Ver-
ordnung über Emissionsbegrenzung von 
leichtflüchtigen halogenierten organischen 
Verbindungen) und unterliegt entspre-
chenden regelmäßigen Kontrollen. Arbeits-
platzmessungen haben gezeigt, dass die 
Grenzwerte dauerhaft sicher eingehalten 
werden

Auch die Lackierkabinen werden regelmäßig 
überwacht und überprüft. Eine leistungs-
fähige Absaugung stellt sicher, dass die 
Mitarbeiter nicht den Lösemitteldämpfen aus-
gesetzt sind. Es werden regelmäßig Arbeits-
platzmessungen durchgeführt. Diese haben 
gezeigt, dass die Grenzwerte dauerhaft 
sicher eingehalten werden. Adäquate Schutz-
ausrüstungen (Schutzkleidung, Schutz-
handschuhe) stehen den Mitarbeitern zur 
Verfügung. Für den Notfall liegen aus-
gearbeitete Notfallpläne vor. Eine Teil-
substitution der lösemittelhaltigen Grund-
ierung mit einer hydrobasierten Grundierung 
ist bereits erfolgt. Weitere Substitutionen sind 
geplant um die Lösemittelemission auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
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Lackiererei

Die Lackiererei mit der dazugehörenden 
PER-Dampfentfettungsanlage stellt einen der 
umweltsensibelsten Bereiche dar. Die PER-



Glasoptik

Die Fertigung der Linsen für die SICK-
Sensoren erfordert viel Fingerspitzengefühl 
und Erfahrung. Die einzelnen Schritte 
Zuschnitt, Formgebung, Reinigung und bei 
Bedarf Bedampfung werden von hoch-
qualifizierten Fachkräften durchgeführt. Die 
eingesetzten Hilfs- und Betriebsstoffe (Emul-
sionen, Reinigungstenside, Löse-mittel) 
werden sorgfältig überwacht, der sichere 
Umgang mit den Stoffen geschult und die 
Entsorgung der anfallenden Abfallfraktionen 
und Abwässer sachgerecht durchgeführt und 
kontrolliert. Durch die seit 2004 neu in 
Betrieb genommene Glasbedampfungs-
anlage für Linsen entfällt die Auskleidung der 
Bedampfungsinnenräume mit Aluminiumfolie. 
Dadurch wurde der Aluminiumabfall um 
nahezu 50% reduziert. 

Elektronikkarten-Fertigung

Die Elektronikproduktion, mit dem anlagen-
intensiven SMD-Bereich, fertigt Elektronik-
karten für den SICK-Konzern. Die Kern-
kompetenz liegt in der Beherrschung der 
komplexen Prozesse bei hoher Varianten-
vielfalt, Flexibilität und gleichzeitig kurzen 
Reaktionszeiten.
Die relative Reduzierung des Energie- und 
Rohstoffverbrauchs ist eines unserer Be-
reichsziele. Abfallvermeidung durch Mehr-
wegverpackung, Rückgabe von Rohstoff-
Restmengen zur Wiederaufbereitung und 
Abfalltrennung sind selbstverständlich.

Um den immer stärkeren Anforderungen der 
Miniaturisierung Rechnung zu tragen wurde 
Anfang 2004 der Bond-Prozess zur Elek-
tronikkartenbestückung eingeführt. Die Minia-
turisierung wird dadurch erreicht, dass bei 
den Chips die Gehäuse komplett entfallen 
können. Einen Zusatznutzen stellt die 
erhöhte Positioniergenauigkeit dar. 

Der Bond-Prozess beinhaltet das Auf-
bringen des Chips mittels Klebstoff auf die 
Leiterplatte (Die-Bonden ), das Herstellen 
einer elektrischen Verbindung zwischen Chip 
und Leiterplatte durch einen haarfeinen 
Aluminium-Draht  (Wire-Bonden ), sowie das 
Schützen der Bauteile und Verbindungen vor 
Umwelteinflüssen durch eine Abdeckung 
(Glob-Top ). 

Das Löten erfolgte bis 2005 ausschließlich 
mit bleihaltigem Lot und war damit der 
umweltrelevanteste Prozess der E-Karten-
Fertigung. Seit 2006 ist der Prozess des 
bleifreien Lötens bei SICK qualifiziert und 
steht nun für die Anwendung bei Neuent-
wicklungen bereit. Jährlich reduziert sich der 
Anteil an bleihaltigem Lot.  
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Administrative Bereiche

Auch die administrativen Bereiche werden 
bei der Ermittlung der Umweltaspekte gezielt 
berücksichtigt. Obwohl hier keine großen und 
energieintensiven Anlagen stehen, wird ca. 
50% des gesamten Strombedarfs bei SICK in 
den Büros von Computern, Bildschirmen, Be-
leuchtung, Kopierern, Druckern, etc. ver-
braucht. Ein großer Teil des zu ent-
sorgenden Papiers wird hier erzeugt. Durch 
den Einsatz von flexiblen Deckenflutern mit 
geringem Verbrauch, Metaframe-Clients oder 
Duplex-Druckern und -Kopierern wird der 
Energieeinsatz weiter optimiert bzw. 
reduziert. 
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Endmontage

Präzises Zusammenfügen von Einzelteilen 
und die Verwendung von eigenentwickelter
Prüftechnik stellen die hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit der SICK-Produkte sicher. 
Durch den Einsatz der Ultraschallschweiß-
technik kann beim Fügen von Kunststoff-
gehäusen auf große Mengen Klebstoff ver-
zichtet werden. Da alle Arbeitsschritte einer 
ständigen Kontrolle unterliegen, sind die Aus-
schussraten und damit auch die ent-
stehenden Entsorgungsmengen von Elek-
tronikschrott gering.  

Logistikzentrum

Der letzte Schritt auf dem Weg zum Kunden: 
Die zum Teil empfindlichen Komponenten 
werden gut verpackt und auf ihre lange Reise 
geschickt. Eine gute Verpackung muss 
jedoch nicht gleichzeitig umweltbelastend 
sein. Der Einsatz von individuell gestaltbaren 
Luftpolsterungen aus Polyethylen, die Ver-
wendung von Kartonagen aus recyceltem 
Material sowie die Nutzung von Mehrweg-
oder Pendelverpackungen mit ausgewählten 
Lieferanten hilft SICK die Menge der ein-
zukaufenden Verpackungsmaterialen zu re-
duzieren ein Beitrag zur Ressourcen-
schonung und Kostenoptimierung.



Kennzahlen sind die Basis für Verbes-
serungen. Deshalb werden umweltrelevate
Daten (Energie- und Wasserverbrauch, 
Abfallmengen) jährlich ermittelt und mit dem 
getätigten Umsatz bzw. der Anzahl Mit-
arbeiter ins Verhältnis gesetzt.

Das folgende Diagramm verdeutlicht das 
stark anhaltende Wachstum bis 2008 und 
den Umsatzeinbruch 2009 im Rahmen der 
Wirtschaftskrise. Alle Umweltdaten beziehen 
sich auf die zentralen Produktionsstätten 
Waldkirch und Reute des SICK-Konzerns. 
Lediglich beim Umsatz ist eine Trennung 
nach den Standorten nicht möglich. Hier wird 
Umsatz der SICK AG angegeben.   

Ökonomischer und ökologischer Erfolg 
müssen nicht im Widerspruch stehen. Ganz 
im Gegenteil: Steigende Umsätze und Be-
schäftigtenzahlen, sowie  der Ausbau der 
Marktpräsenz bilden weitere Möglichkeiten 
den Einflussbereich des Umweltschutzes zu 
vergrößern. Die Verbesserung der Umwelt-
leistung wird  aus den nachfolgenden Dia-
grammen ersichtlich.

5. Umweltdaten - Umweltleistung
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 Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung 
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Abfallmanagement

Abfälle zur Verwertung:

Seit Mai 2005 dürfen unbehandelte Abfälle 
nicht mehr auf Deponien entsorgt werden. 
Daher wurde 2005 die Abfallentsorgung der 
Gewerbeabfälle komplett auf Verwertung 
umgestellt. Die Gewerbeabfälle werden vor 
Ort verdichtet, um die Abfuhrhäufigkeit gering 
zu halten. Anschließend werden die Abfälle 
einer stofflichen oder thermischen Ver-
wertung zugeführt. 
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Papier/ Kartonage:

Die Wertstofffraktionen Papier und Kartonage 
werden gemeinsam in Presscontainern er-
fasst und der stofflichen Verwertung zu-
geführt. Der kontinuierliche Anstieg der 
Papier/Kartonagefraktion bis 2007 ist ins-
besondere durch die stufenweise erfolgte 
Konzentration der Logistik auf den Standort 
Waldkirch bedingt. Der Rückgang ab 2008 
liegt am vermehrt Einsatz von Mehrweg- und  
Pendelverpackungen.

Abfälle zur Verwertung
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 Papier/Kartonage SICK-Werke
 Waldkirch und Reute
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Elektronikschrott:

Die Reste elektronischer Bauteile (E-Karten 
Nutzen, Kabel, altes EDV Material, etc.) 
werden als Elektronikschrott gesammelt. Der 
Elektronikschrott wird vom Verwerter zu-
nächst sortiert und anschließend werden mit 
unterschiedlichen Verfahren die enthaltenen 
Wertstoffe, insbesondere Halb-/ Edelmetalle 
zurückgewonnen. 

Metalle:

Diese Fraktion umfasst die Metalle Alu-
minium, Eisen und Kupfer, die jeweils 
getrennt gesammelt werden. Hauptanteil sind 
Aluminiumspäne.  Bedingt durch Prozess-
optimierung und –verlagerung ist seit 2007 ist 
ein Rückgang des Metallschrottes sowohl 
absolut, als auch auf den Umsatz bezogen, 
zu verzeichnen. 

Umweltbericht 2009 14

 Elektronikschrott SICK-Werke 
Waldkirch und Reute
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Sonderabfälle:

Gefährliche Abfälle (verbrauchte Emul-
sionen, Lösemittel, Altlacke, Klebstoffe, öl-
verschmierte Betriebsmittel, etc.) werden in 
geeigneten Behältnissen gesammelt und in 
Anhängigkeit ihrer stofflichen Zusammen-
setzung vom Verwerter vorbehandelt und in 
erster Linie der stofflichen oder thermischen 
Verwertung zugeführt. Ist eine Verwertung 
nicht möglich, so wird der Abfall beseitigt. Die 
Verwertungsquote liegt aktuell bei 93%.

Die Menge der Sonderabfälle ist seit 2007 
zurückgegangen, was insbesondere an einer 
geringeren Entsorgungsmenge von Emul-
sionen und Fettabscheiderabfällen lag. 
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Wasser

Der Frischwasserverbrauch wird bei SICK 
nur in geringem Maße durch die Produktion 
verursacht. Kühlwasser zur Prozesskühlung 
wird im Kreislauf geführt.  Der Haupt-
verbrauch wird durch die Mitarbeiter ver-
ursacht. Deshalb wird der Wasserverbrauch 
pro Mitarbeiter gemessen. Der starke 
absolute Anstieg in 2006 ist durch die 
Eröffnung der neuen Kantine bedingt.

Wasserverbrauch SICK-Werke
 Waldkirch/ Reute
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Energie

Gas:

Gas (Erdgas, Stadtgas) wird bei SICK zum 
Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur 
Dampferzeugung bei der Dampfentfettungs-
anlage (PER) verwendet. Da die Gebäude-
heizung den größten Teil des Gasver-
brauches darstellt und fast jährlich Gebäude-
erweiterungen bei SICK stattfinden, bzw. 
Neubauten erfolgen, wird seit 2004 die Kenn-
zahl Energieverbrauch/m³ beheizten Raum 
gebildet. Die Ermittlung der Kennzahl erfolgt 
nach DIN277, so dass auch Benchmarking
Betrachtungen möglich sind. Die Kennwerte 
zeigen einen zirka 2,5-fach höheren Ver-
brauch für die Gebäude in Waldkirch im 
Vergleich zu Reute. Ursache hierfür ist die 
schlechte Wärmedämmung der Bausubstanz 
der 70er Jahre. Eine Untersuchung mittels 
Thermorgraphie (Wärmebildkamara) zeigte 
den größten Wärmeverlust bei den Fenstern. 
Die betroffenen Fenster wurden bzw. werden 
noch ausgetauscht. 

Strom:

Die Hauptstromabnehmer sind bei SICK 
PC‘s, Licht, Logistikzentrum (Hochregal-
lager), Drucklufterzeugung und Kältema-
schinen. Der Anstieg des Stromverbrauches 
korrelierte bis 2008 mit dem Umsatz. Der 
Umsatzeinbruch in 2009 hat nicht zu einer 
Reduktion des Stromverbrauches geführt. 
Der Strom konnte zum grossen Teil nicht so 
wirtschaftlich genutzt werden. 
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Spezfischer Gasverbrauch pro umbauter Raum 
und Jahr  [kWh /m³ a]
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Umweltziele  2010/2011

• Projekt “ Identifizierung von Energieeinspar-
potentialen” am Standort Waldkirch

• Installation einer weiterer Photovoltaikanlage auf 
dem Parkplatz Reute

• Pilotprojekt: Solare Kühlung in Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhoferinstitut

• Prüfung des Einsatzes von LED-Leuchtröhren

6. Ausblick 

Kontakt

Zur Beantwortung von Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

SICK AG
Kerstin Kohler
Leiterin Umweltmanagement
Erwin-Sick-Straße 1 
D-79183 Waldkirch
Tel: +49 (0) 76 81 / 202 – 5282
Fax: +49 (0) 76 81 / 202 – 3200
Email: kerstin.kohler@sick.de

www.sick.de


